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@ Festhalten bzw. Fixieren von Bauteilen auf Leiterplatten (Printplatten) fur den anschlieSenden Lotvorgang 

Zgm Fixieren von elqktrischen Bauteilen auf Leiterplatten 
fur einen ansch lieSenden Lotvorgang wird auf die Leiterplat- 
te vor dem Bestucken eine Materialschicht aufgebracht, die 
mechantsch relativ einf acfi durchdrungen warden kann. die 
Schiqht wird so auggebjldet, daft die Bohrungen der Letter 
platte durch die Schicht hindurch feststelfbar sind, die An- 
schluSdrahte der Bauelemqnte warden durch die Schicht 
hipdurqh an den Stellen der Bohrungen gesto&en, ggf. die 
Ansch1u&dr£hte vor dem Positionteren auf endgult ige Lange 
geschnitten und die Leiterplatten mit der aufgebrachten 
Materialschicht und den durch die Schicht fixiarten Bautei- 
len zusammen in <Jie Lptanjage transport jert. 
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Pa tent anspruche : 

Verfahren zura Festhalten bzw. Fixieren von Bauteilen auf 
Leiterplatten fur den anschl ieBenden Lotvorgang, 
dadurch gekennzeichnet , daO 

auf die Leiterplatte vor dem Bestucken eine kont inuierlicho 
Oder diskontinuierliche Schicht aus einem Material aufge- 
bracht wird, das mechanisch mit relativ geringer Kraftein- 
wirkung durchdrungen u/erden kann, 

diese Schicht wahlweise so ausgebildet wird, daB die Bohrun- 
gen der Leiterplatte durch die Schicht hindurch feststellbar 
sind, 

die AnschluBdrahte der Bauelemente durch die Schicht hindurch 
an den Stellen der Bohrungen bzw. Locher gestuBen wcrclen, 
wahlweise die AnschluBdrahte der Bauteile vor dem Positionie- 
ren auf endgultige Lange gesdhnitten werden, und 
die Leiterplatten mit der au fgebrachten Ma terialschi cht und 
den von dieser Schicht fixierten Bauteilen 2usammdn in 
beliebiger StelJung in die Lotanlage transpor tier t werden. 

Verfahren zum Festhalten bzw. Fixieren von Bauteilen auf 
Leiterplatten fur den anschlieBenden Lotvorgang, wobei die 
AnschluBdrahte der Bauteile durch die Bohrungen bzw. Locher 
der Leiterplatte hindurchgefiihrt werden, dadurch gekennzeich- 
net, daB 

auf die Leiterplatte vor dem Bestucken, zumindest im Bereich 
der Bohrungen bzw. Locher, ein elastischer Ma terialauftrag 
aufgebracht wird, der den Durchmesser der Bohrungen bzw. 
Locher so weit verengt, daB der Durchmesser kleiner ist aJs 
der Durchmesser der AnschluBdrahte, 

die AnschluBdrahte der Bauteile in die verengten Bohrungen 
bzw. Locher ein- und hindurchgedriickt uerden, 

wahlweise die AnschluBdrahte der Bauteile vor dem Positionie- 
ren auf endgultige Lange geschnitten werden, und 
die Leiterplatten mit dem auf gebrach ten Ma ter i alau f tr ag unci 
den von diesem Auftrag fixierten Bauteilen zusammen in 
beliebiger Stellung in die Lotanlage Lransportier t werden. 
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5. Vcr f'ahrtMi nuch Anspruch J,' dadurch gekennre i chne t , daG die 
Ha terial schicht eine dunne Kuns tstof f olie ist. 

4. Verfahren n^ch Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichne t , daG 
die dunne KunsLs to f f oi ie an beliebig vielen Stellen mit der 
Leiterplatte befestigt, z.B. auf die Leiterplatte aufgeklebt, 
aufgespannt oder dergl. wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daG die 
Material schicht aus Schaumstoff besteht, der luftdurchlassig 
ist und der auf die Leiterplatte aufgeklebt ist. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, 
daG diQ Kunststbf folie luftdurchlassig ist* 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daG die 
Materia] schicht eine gi t ter f ormige Schicht, ein Sieb, ein 
Netz oder dergl*, mit einer Maschenvi/ei te ist, die kleiner ist 
als der Durchmesser eines AnschluGdraht es eines zu fixieren- 
den Bauteiles. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daG 
die Kunststof folie mit kleinen Lochern versehen ist, die in 
einem bestimmten RastermaG angeordnet sind, u/obei der 
Lochdurchmesse r kleiner ist als der Durchmesser der AnschluG- 
drahte. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daG die 
Materialschich t ein film ist, 0er kont inuierlich auf <^er 
Bautcilcseite der Leiterplatte, insbes* ira Bereich der 
Bohrungen, aufgetragen ist. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch c;ekennzeichn et > daG der 
Film ein luf tdurchlassige r Film ist, der vorzugsweise 
transparent isL, z.B, ein Polyure than film . 
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11. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch qckennzcichnot , daB die 
Bohrungen bzv, Locher von der Beytiickseite hor mil elayti- 
scher Masse ausgeftillt sind, z.B. in uinem Tauchvorgung. 

12. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeidhneL, daB der 
Materialauf trag insbes. im Bereich der Bohrunyen bzw. Locher 
und in den Bohrungen bzw. Lochern vorgenomrnen wird, unci daO 
das Material des Lackauf trages so urid in soldier Dicke 
gewahlt wird, daB nach dem Trocknen des Lockes der Durchmus- 
ser der verbleibenden Bohrung kleiner ist als der Durchnmii- 
ser des AnschluDdrahtes . 

13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennze ichne t , daB die 
Folie im RastermaB der Bohrungen auf der Leiterplatte kleinc 
gestanzte Schlitze aufweist, durch die hindurch die An- 
schluBdrahte in die Bohrungen eihyefuhrt werden. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Ma terialschicht bzw . der Material- 
auftrag auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite mit 
einer Klebeschicht , vorzugsweise einer heiBversiege Iba ren 
Schicht, vetsehen wire. 

15. Leiterplatte mit einer Vorrichtung zum Festhalten bzw.* 
Fixieren von BauteiJen, deren AnschluSdrahL e durch Bohrungen 
bzw. Lochungen der Leiterplatte yefuhrt sind, so dafi sle auf 
der AnschluBsei t e verlotet werden konnen, 

dadurch gekennzeichnet, daB auf der Leiterplatte eine 
kontinuierliche dunne Schicht bzw. r olie ;iuf gebrach t , z,B. 
aufgeklebt, au f geschweiGt , aufgeklummt oder dergl. ist, die 
transparent oder dur chscheinend ausgebildet ist, so daB die 
Stellen der Bohrungen bzw. Locher zum Einflihren dor An- 
schlutfdrahte sichtbar sind. 

. 

16. Leiterplatte mit einer Vorr ichtufig zurn festhalten bzw. 
Fixieren von Bauteilen, deren AnschluBdrah te durch Bohruttijeri 
bzw. Lochungen der Ln i tor p J a 1 1 e yefuhrt sind, so daB sic suit" 
der AnschluBsei te verlotet werden kunnen, 
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dadurch gekennze ichne t , da8 auf der Leiterplatte eine 
kontinuierl iche folie aufgebracht, aufgekletjt, aufge- 
schweiflt, au f geklernm t oder dergl. ist, die an den Stellen 
der Bohrungen bzw. Locher Schwachungsstellen , Unste tigkei ten 
oder dergl. besitzt, durch die hindurch die AnschluBdrah t e 
der Bauelemente gesteckt sind und die die AnschluBdraht e 
posi t ionieren • 



17. Leiterplat te nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeich- 
net, daO auf der Leiterplatte (18) eine kont inuierliche 
elastiscbe Schicht oder folie (16) aufgebracht, z,B. 
aufgeklebt ist, und daS auf der Schicht oder Folie (16) eine 
zusatzliche Lochplatte (15) als Hi 1 f s vor richtung zuro 
leichteren Einfuhren der AnschluBdraht e (B) in die Leiter- 
platte (18) fur die Handbes tuckung angeordnet ist, vorzugs- 
vi/eise mit der Schicht oder Folie (16) verklebt ist. 

18. Leiterplatte nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leiterplatte (20) als qlestische Schicht oder 
Folie ausgebildet ist, mit der eine T r agerlochpla tte (19) 
auf der dem Bauelement (6) zuqewandten Seite fest verbunden 
ist. 
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Festhalten bzw. Fixieren von Bauteilen auf Lei terplatten 
(Printplatten) fur den anschl ieBenden Lotvorgang. 

Die Erfindung bezieht sieh auf das Bestucken von Lei terplatten 
bzw. Schaltpla tten mit gedruckten Schaltungen (Printplatten), 

Derartige Printplatten weisen auf der Schal tungssei te gedruckte 
Lei terverbindungen und von der Schal tungsseite zur Bauelementen- 
seite durchgehende Bohrungen bzw. Locher zur Aufnahme der 
AnschluBdrahte der Bauelemente auf. Die AnschluBdrahte werden 
nach dem festiegen der Bauelemente auf der Lei terplatte mit den 
Lei terverbindungen verlbtet. Die Bohrungen haben einen Durchmes- 
ser, der groBer sein muB als der Durchmesser der AnschluBdrahte, 
damit die AnschluBdrahte in die Bohrungen eingesteckt und durch 
sie hindurchgefuhr t werden konnen. Dieser Vorgang erfolgt von 
Hand oder automatisch, und es ist er forderlich , daB jeder 
Anschl ufldraht individual! in die jeweils vorbestimmte Bohrung 
gesteckt wird. Durch die notwendige Differenz im Durchmesser 
zwischen Bohrung und Anschlufldrah t ergibt sich zwangslauf ig , daB 
der AnschluBdraht in der Bohrung keinen festen Sitz hat, sondern 
lose hin-und herbeweglich ist, so daB das Bauelement beim 
Transport kippen kann. Bevor an einer Lotstation die Verbindung 
der AnschluBdrahte mit den jeweiligen Leiterbahnen vorgenommen 
werden kann, mussen die AnschluBdrSht e auf die erf orderliche 
Lange abgeschni t ten werden. Da die Bauelemente, die auf der 
Leiterplatte festzulegen sind, zum Teil einen relativ groBen 
Durchmesser und damit ein erhebliches Geu/icht aufweisen, sind 
diese Bauelemente besonders kopflastig, so daB sie, wenn ihre 
AnschluBdrahte lose durch die Bohrungen gesteckt warden, sich in 
der Regel schrag atelien, was fur die weitere Handhabung, 
insbes. die Durchfuhrung des Lot vorganges , unzulassig bzw. 
unbrauchbar ist. 

fur das Bestucken von Le i terplatten mit kleinen Stuckzahlen sind 
Bes tuckunysvor rich tungen entwickelt worden, die aus einem 
Metal 1 rahmen bestehen, der federnde Schienen aufweist und mit 
demeinr DruckpJatte mit Schaqms to f f e inlage zusammenwirkt . Die 
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Leiterpla tten verden rnit lose einges Leek ten Baue lumen ten in den 
Rahmen in horizontaler Stellung der Leiterplatten mit den 
Bauelementen nach oben eingesetzt, dann u/ird die DruckplatLe mit 
Schaums to f f au f 1 age iiber die LeiterplatLe geschwenkt , angedruckt 
und f ixier t AnschlieBend kann der Metal 1 rahmen mit der aufgeleg- 
ten Leiterplatte gedreht werden schwenkt werden, sodaQ die 
AnschluBdrahte nach oben stehen und in dieser Lage einzeln 
verlotet u/erden kfinnen. Da eine derartige Vorrichtung nicht 
gleichzeitig kleine und groBe Bauelernente, die in geringem 
Abstand voneinander auf der Leiterplatte angeordnet sind, 
festlegen kann - die Schaumstof fauflage u/eist an einein groBen 
Bauelement einen verhal tnismaBig groBen Biegeradius auf, so daB 
ein danebens tehende s kleines Bauelement mit der Schaumstoff auf- 
lage nicht in Beruhrung kommt und deshalb auch nicht festgehal- 
ten vrerden kann - ist es in der Praxis erf orderlich , zuerst die 
Leiterplatte mit kleinen Bauelementen zu bestucken und diesen 
Satz von Bauelementen zu loten, dann den gleichen Vorgang mit 
mittelgroBen Bauelementen und anschlieBend mit groBen Bauelemen- 
ten durchzuf uhren . Eine derartige Methode stellt einen hohen 
Arbei tsauf wand dar, der wir tschaf tlich nicht gerecht f ertigt ist. 

Bei mittelgroBen Stuckzahlen bzw. Serien verden die Printplatten 
auf halbautornat ischen Bes tuckt ischen bestuckt, indem die 
Bauelernente einzeln nacheinander in die Bohrungen der Printplat- 
ten eingefuhrt werden, so daB die AnschluBdrah t chen der Bauele- 
rnente unten herauss tehen * Die Printplatten verden hierbei nicht 
gewendet, sondern werden durch aufwendige Fbrdersys teme horizon- 
tal an die u/eiteren Bearbei tungssta tionen herange f uhr t . Diese 
Fordersysteme mussen erschul terungsf re i arbeiten, da sonst ein 
Kippen der lose eingesteckten Bauelernente in Kauf genommen 
werden muBte , was fur den anschl ieBenden Liitvorgang auf alle 
Falle vermieden werden muB. Am Eingang in die Lotanlage werden 
die AnschluBdrahte dieser Bauteile abgeschn i tten • Dieser 
Schneidevorgang gestaltet sich deshalb schwierig, weil die 
Bauelernente lose in die Bohrungen eingesteckt sind und nicht 
festgehalten u/erden konnen, und deshalb die ube rs tehenden 
Drahtchen mit hoher Geschwindigkei t durch ein schle i f scheibenar- 
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Liges Messer gekappt u/erden mussen* Daraus resultiert , daB die 
Bauelemente aus den Bohrungen bzw. Lochern herausgeschl euder t 
werden konnen. 

Weiterhin ist es bekannt, am Bestticktisch Schneidplat ten mit 
Bohrungen bzu/. Lochern vor2usehen, die mit den Bohrungen bzw. 
Lochern auf der Printplatte fluchten. Diese Schneidplat ten 
bestehen aus eiper f est s tehenden und einer beu/eglichen Stahl- 
platte. Ist die Bestuckung der Leiterplatte vorgenommen, d.h., 
sind alle zu bestuckenden Bauelemente mit ihren AnschluBdrahten 
in die Bohrungen der Leiterplatte eingesetzt, wird die bewegli- 
che Schneidplat te gegenuber der f eststehenden Schneidplatt e 
bewegt, so daB die Drahte abgeschni tt en werden. Mit dieser 
Methode w/ird zu/ar eine einu/and f r ei e Posit ionierung der AnschluB- 
drahte der Bauteile erreicht, solange die AnschluBdrahte nicht 
abgeschni t ten sind. Einerseits ist jedoch das Einfuhren der 
Drahte in die Bohrungen der Leiterplatte und der Schneidplat ten 
relativ komplizier t , insbes. , u/enn AnschluBdrahte verbogen sind, 
was einen erheblichen Zeitaufwand erfordert. Sind dann die 
Drahte abgeschni t ten , werden die Bauteile kopflastig und fallen 
urn, so daQ damit der Lotv/organg nicht einu/andfrei oder iiberhaupt 
nicht durchgefuhrt werden kann . Abgesehen von dem x/erhaltnis- 
maBig groBen Aufwand der zusatzlichen Schneidplat ten , in denen 
Bohrungen erstellt u/erden mussen, die mit den Bohrungen der 
Leiterplatte identisch sind, besteht auch hier die Notu/endig- 
keit, die bestuckte Leiterplatte durch aufu/endige Fordersysteme 
zur Lotstation weiter zu transportieren, da die Printplatte auch 
hier liegend und er schii t terungs f re i transport ier t u/erden mufl, urn 
zu erreichen, daB die Bauteile die fur den Lotvorgang erforder- 
liche Position auf der Leiterplatte einnehmenund beibehalten. 

Grofle Serien werden auf vollau toma t ischen Bes tiickmaschinen 
hergestelit. Hierbei u/erden die AnschluBdrahte der Bauelemente 
in jedem falle nach dem Einsetzen der Bauelemente in die 
Bohrungen der Leiterplatte umgebogen , damit ein Herausfallen der 
Bauelemente auf dem Wege zur Lotstation verhindert wird. Dies 
macht jedoch erf orderlich , daB die Leiterplatte ein Layout 
erhalt, das maschinengerech t ist, damit auf alle Falle vermieden 
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wird, daB Lbtbriicken von umgebogenen Lei terdrahten zu den 
nachstl iegenden Leiterbahnen vermieden warden. Das Schneiden und 
Umbiegen der Drahte geschieht mit einer uehr schnellen und 
harten Bewegung, Die Bauclemente werden bei diesem Vorgang sehr 
stark beansprucht . Es kommt gelegentlich zum HerausreiQen von 
Bauteilen, was zu spateren elektrischen Ausfalien fuhren kann. 

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile der bekannten 
Systeme zu vermeiden und ein besonders einfeches Verfahren und 

, exne_besondejr_s_eJ.Ji-fLach.e_V-OJLiLlc±i-tun-g— an^ugeb.en-,_u_m_ajj-f Le_i_t.ex^ 

platten f est zuhal tende bzw. zu fixierende Bauelemente zwischen 
dem Einsetzen der Anschl uBdraht e der Bauelemente in die hierfur 
vorgesehenen Bohrungen der Leiterplatte und dem Vorlbten der 
AnschluBdrah t e in einer Lotstation so zu posi tionieren , daQ die 
Bauelemente ihre Lage beibehalten, auch u/enn die Leiterplatte 
bei ihrem Transport von der Bestiick- in die Lotstation Erschut- 
terungen ausgesetzt, gewendet oder in sonstiger Weise so 
beansprucht wird, daB mit den bisherigen Methoden und Vorkehrun- 
gen diese Bauelemente ihre einwandfreie Position nicht mehr 
einhalten konnen. 

Dies wird gemaB der Erfindung dadurch erreicht, daB auf die 
Leiterplatte vor dem Bestucken eine kon tinuier liche oder 
diskontinuierliche Ma ter ialschicht aus einem Material, das 
mechanisch mit relativ geringer Kraf te inwirkung durchdrungen 
werden kann, aufgebracht wird, daB diese Schicht wahlweise so 
ausgebildet wird, daQ die Bohrungen der Leiterplatte durch die 
Schicht hindurch feststellbar sind, daB die Anschl uBdrahte der 
Bauelemente an den Stellen der Bohrungen bzw. Locher durch die 
Schicht hindurchges toBen werden, daB wahlweise die Anschlufldrah- 
te der Bauteile, bevor sie auf der Leiterplatte positioniert 
werden, auf endgultige Lange geschnitten werden, und daB die 
Leiterplatte mit der auf gebrachten Ma terialsch ich t und den von 
dieser Schicht fixierten Bauteilen zusammen in beliebiger Lage 
in die Lotanlage transport ier t werden. 



341 1031 

Jn weiterer Ausgeo t a 1 tung der Erfindung wird vor geschlagen , daB 
nur die Leiterplatte vor dem Destiicken, zumindest im Bereich der 
Bohrungen b2\i/. Locher , ein elastischer Materialauf trag aufge- 
bracht u/ird, der den Durchmesser der Bohrungen bzu/. Locher 
sou/eit verengt, daB dieser Durchmesser kleiner ist als der der 
AnschluBdrahte, daB die AnschluBdraht e der Bauelemente in die 
v/erengten Bohrungen bzu/. Locher ein- und hindurchgedruck t 
u/erden, daO u/ahlu/eise die AnschluBdraht e der Bauteile vor dem 
Positionieren auf endgultige Lange geschnitten werden, und daB 
die Lei tcrplatten mit dem Materialauf trag und den in diesem 
Materialauf trag fixierten Bauteilen zusammen in beliebiger Lage 
in die Lotanlage transpor tiert u/erden. 

Weitere Ausgestal tungen der Erfindung sind Gegenstand der 
Unter anspruche. 

Mit dem erfindungsgemaOen V/orschlag u/ird erreicht, daB die auf 
der Leiterplatte zu posi tionierende n Bauelemente an der Mate- 
rialschicht bzu/. dem Ma terialauf trag beim Einstecken der 
AnschluBdraht e in die Bohrungen bzu/. Locher der Leiterplatte 
einu/andfrei festgehalten und positioniert u/erden, so daB die 
Leiterplatten ohne u/eiteres stehend, liegend, auch mit dem 
Bauelementenkorper nach unten t ransport ier t u/erden konnen, ohne 
daB ein Herausfallen der Bauelemente aus der Leiterplatte Oder 
ein Verkanten dieser Bauelemente in der Leiterplatte auftreten 
kann. Dies ist von besonderer Bedeutung dann, u/enn - u/ie dies 
bei bestimmten Best iickaut omat en der Fall ist - das Beschneiden 
der AnschluBdraht e auf die endgultige Lang^ bereits vor dem 
Bestucken der Leiterplatte vorgenommen wird, so daB am SchluB 
der muhsame Bearbei tungsvorgang des Beschneidens vollstandig 
entfallen kann. Dieser Bearbei tungsvorgang kann in einem 
fruheren Stadium auf besonders einfache Weise ohne jeglichen 
maschinelien Aufu/and vorgenommen u/erden. Die das Bauelement an 
der Leiterplatte f ixicrende Mater ialschich t bzu/. Mater ialau f lage 
bleibt auch nach dem Verloten der Bauteile mit den Leiterbahnen 
auf der Leiterplatte. Die auf der Bauelementesei te der Leiter- 
platte angeordnete Ma ter i a 1 schich t bzu/. Ma terialauf lage ist 
^u/eckmaOigeru/eise so ausgebildet , daB sie in den Bohrungen bzu/. 
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Lochern und zwischen der Oberseite der Leiterplatte und der 
Unterseite der Ma terialschich t befindliche Luft entweichen 
lassen kann, wenn die Eriden der Anschl uOdraht e mit den Leiter- 
bahnen auf der AnschluBsei te der Leiterplatte verlotct u/erden, 
damit ein Entgasen der Luft beim Loten ermoglicht wird. Dies 
kann entweder dadurch geschehen, daB die Ma ter i a I schicht oder 
der Materialauf trag luf t durchlassi g ist, daB einzelne Stellen 
geschaffen u/erden, an derien Luft enUeichen kann, oder daB die 
Schicht bzw. der Auftrag nur an bestimmten Stellen mit der 
Oberlfache der Leiterplatte befestigt, z.B. verklebt wird, so 
daB fur den Luftaustritt zu/ischen der Unterseite der Material-' 
schicht bzw. des Materialauf t rages und der Oberseite der 
Leiterplatte Luf tabf luBkanale gebildet werden konnen. 

Die Materialschicht ist beispielsweise eine kontinu ierl iche 
Folie, eine Lochfolie, ein Maschengcwebe , ein Netz , Schaumstof f , 
eine Folie mit gestanzten kleinen Schlitzen oder dergl., wobei 
die Unstetigkeiten bzw. Offnungen zwuckmaBiger weise in einem 
bestimmten RastermaB vorgesehen sind, so daB die zum Einstecken 
der AnschluBdrahte benotigten Stellen, die durch die Bohrungen 
bzw. Locher in der Leiterplatte vorcjeyeben sind, auf einfache 
Weis ausgewahlt werden konnen. Es ist jedoch nicht er f order lich , 
daB die Materialschicht bzv. Ma terialau f 1 age tatsachlich 
durchbrochen ist. Vielmehr kann die folie oder dergl . auch 
kontinuierlich so beschaffen bzw. so dunn ausgebildet sein, daB 
die Lochstellen durch dieses Material du rchscheinen , so daB von 
oben her ohne weiteres das Vorhandensein der Bohrungen bzw. 
Locher festgestellt und dann das Material mit den Ansch 1 uBdrah- 
ten durchstoBen werden kann. Diese f orderung entfallt dann, wenn 



Die Materialschicht kann z.B. auT die Leiterplatte aufgeklebt, 
aufgespannt oder in ahnlicher Weise aufgezogen sein, etwa als 
selbstklebende Folie. Anstelle einer rolie kann jedoch auch ein 
Film aufgetragen werden, der kontinuierlich oder d iskon t inuie r- 
lich ausgebildet ist, der z.B. transparent ist, urn im Falle 
eines kontinuierlichen Filmes die Bohrungen bzw. Locher sichtbar 
zu machen . Vorzugsweise kann hierzu ein Polyurethanf i lm verwen- 
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det w/erden, es ist jedoch auch Material in Form eines Haftstrei- 
Fens (z.B, Tesafilm) fur die Zu/ecke vorliegender Erfindung 
geeignet. Wesentlich fur das zu verwendende Material ist, daS es 
einen hohen Reibungskoef f izienten tjesitzt, der eine gute Haftung 
fur die AnschluQdraht e der Bauelemente ergibt. 

Der Hater ialauftfag kann jedoch auch so ausgebildet und aufge- 
bracht werden, daB er nur in den Bohrungen bzw. Lochern vorhan- 
den ist, ivobei wahlweise entweder die Lbcher vollstandig mit 
entspr echendem elastischem Material ausgeftillt werden, das von 
den einzusetzenden AnschluBdrahten durchdrungen oder verdrMngt 
wird, oder aber der Auftrag in Form einer Auskleidung der 
Bphrungsf lache vorgesehen wird, die die Bohrung vorzugsveise irrr 
mittleren Abschnitt soweit zusetzt, daB der minimale Durchmesser 
der Auskleidung kleiner ist als der Durchmesser de^ AnschluB- 
drahtes, also Minustoleranz aufu/eist. Hierzu kann eine elasti- 
sche Masse veru/endet u/erden, wobei das Material jedoch nicht 
nach unten in die Leiterbahnen pbergehen darf. Z.B. kann ein 
derprtiger Auftrag dutch ein Tauchver f ahrep aufgebracht werden, 
u/obei die Lei terbahnensei te der Leiterplatte anschlieBend 
abgeatzt oder in sonstiger Weise von dem Uberzug befreit wird. 

Urn im Falle der Handbes tuckung das Einfuhren der Anschl uBdrah t e 
in die Bohrungen der Leiterplatte zu vereinf achen, vnird voyge- 
schlagen, die Leiterpla t tenanordnung in form einer Sanchu/ichan- 
ordnung auszugestal ten, derart, daB die elastische Schicht oder 
Folie zvi/ischen die Leiterplatte und eine zusatzliche Lochplatte 
eingesetzt yird, diese zusatzliche Lochplatte u/eist Bohrungen 
entsprechend den Bohrungen der Leiterplatte auf. 

Eine weitere Aus f uhrungs f orm der Erfindung sieht eine starre 
Trager lochplatte vor, die mit der als elastische Schiqht oder 
Folie ausgebildeten Leiterplatte selbst fest verbunden ist. Bei 
dieser Ausf uhrungsf orm u/eist die Leiterplatte keine Bohrungen 
auf, sondern wird von den AnschluBdrahten durch die Bohrungen 
der Tragerlochplat t e hindurch durchdrungen. 
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